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© Verfahren zum Erzeugen einer lot- Oder schweissfahlgen Unterseite an 
SUber-MeO-Kontattplattchen. 



© Aus Silber/MeO bestehende Kontaktplattchen 
k5nnen auf einen Kontakttrager nicht aufgelfitet Oder 
aufgeschwetflt werden. 

Urn dies doch zu ermSglichen, wird vorge- 
schlagen, die Kontaktplattchen <3) oberf&chig mittels 
eines rasterfSrmig Oberstreichenden Laserstrahls (7) 
in reduzierenden Aimosphare (4, 5) aufzuschmelzen, 
so daB sich eine einstUckig mit dem KontaktpiStt- 
chenmaterial verbundene metafloxidfreie Schicht er- 
gibt. 
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y^H^n * m p^urfPn einer iftt-oder schwelflfahigen Unterseite an siiher/MeQ-Kontafctpattehen 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ausbfr 
den einer l6t-oder schweiBfShigen Schlcht auf der 
ROckseite (Unterseite) eines Silber-MeO-Kontakt- 
plattchens rnit Me-Anteilen, vorzugsweise aus Cad- 
mium, Zinn, Zink, Kupfer, Wismut, MolybdSn, Wolf- 
ram Oder Indium, bei dem die MeO-Partikel faser- 
fSrmig (spieBig) ausgebildet sind und mit ihrer 
Faser-LSngsrichtung etwa senkrecht zur Kbntakto- 
berflache iiegen. 

Modeme elektrische Schaltgerate zeichnen 
sich durch eine kleine Bauweise, hohe Funktionssi- 
cherheit und groBe Lebensdauer aus. Diese Mark- 
male r&ngen zurn wesentlichen Teil von der Ge- 
staltung der elektrischen Kontakle, insbesondere 
von der Auswahl des Kontaktwerkstoffes ab. Fur 
Schaltgerate, die Strome im Bereich 50 A bis 3000 
A 2u schalten haben, hat sich in den letzten Jahren 
ein Werkstoff aus einer Silberlegierung mit Metallo- 
xidanteilen als optimal erwiesen. Bne besonders 
hervorzuhebende Gruppe ist hierbei eine Silber- 
Cadmiumoxid-legierung. 

Derartiges Kontaktmaterial kann auf ver- 
schiedene Art und Weise hergestellt werden. So 
kann eine Silber-UnedelmetalM-egierung durchoxi- 
diert werden. Oder es kSnnen auch oxidierte 
Silber/Unedelmetall-Partikel durch Pressen, Sintem 
und gegebenenfalls NachprMgen zusammengefugt 
werden. Im ersten Fall kann durch gezieltes Abbre- 
chen des Oxidationsvorganges erreicht werden, 
daB die Unterseite des Silber/Unedeimetall-Bleches 
beziehungsweise eines entsprechenden Blockes 
frei von Metalloxid-Anteilen bleibt so daB diese 
Unterseite ohne Schwierigkeiten zu verioten oder 
zu verschweiBen ist Bei dem aus oxidierten 
Silber/Unedelmetall-Partikeln zusammengefOgten 
Material ist dies jedoch nicht moglich. Hier mufl 
nachtragtich die Unterseite so bearbeitet werden, 
daB ein Verioten oder Verschweiflen des aus die- 
sem Material gefOgten Kontaktes mSgiich ist 

Bei der pulvermetallurgischen Herstellung von 
Silber/MetaHoxid-Werkstoffen, bei der die oxidierten 
Silber/UnedelmetaJI-Partikel durch Pressen, Sintem 
und Nachpragen zusammengefQgt werden, kann 
eine ausgepragte faserformige (spieBige) Anord- 
nung der im Silber eingelagerten Oxide durch 
Strangpressen erreicht werden. Dabei werden die 
aus dem zugrundeliegenden Silber/Metalloxidpulver 
in bekannter Weise durch Pressen und Sintem 
hergestellten Rohlinge mit hohem Umformgrad zu 
stangenfSrmigem Halbzeug stranggepreBt Die 
Oxidteiichen ordnen sich dabei in PreBrichtung 
faserformig, parallel zur Stabachse 
(Langsrichtung) des Halbzeugs an. Je nach GroBe, 
Art und Beschafien heit werden die Oxide auBer- 
dem beim UmformprozeB in Langsrichtung ver- 



formt und/oder in Weinere Partikel zerteilt Es hat 
sich gezeigt, daB die Eigenschaften dieser 
SUber/Metalloxid-Werkstoffe abhangig sind von der 
Orientierung der Metalloxid-Fasern zur Kontakto- 
5 berflache. 

Die fOr Schaltgerate der Energietechnik ben6- 
tigten Kontaktplattchen werden so aus dem Halb- 
zeug abgetrennt, daB die Faserrichtung der Oxide 
entweder parallel oder senkrecht zur sp§teren Ko- 
to ntaktoberflMche Hegt Aus zahlreichen Untersuchun- 
gen ist bekannt, daB die Schalteigenschaften der 
Kontaktplattchen, insbesondere der Materialab- 
brand, bei Anordnung der Fasem senkrecht zur 
Schaltflache, wesentlich gtinstiger sind als bei 
75 paralieier Ausrichtung. Dieser Effekt ist umso gr8- 
Ber, je ausgepragter die Faserstruktur der Oxide 
ist Insbesondere auch an Kontaktwerkstoffen. die 
in einem Reaktions-Spruh-Verfahren. beispiels- 
weise nach der DE-PS 29 29 630, hergestellt wor- 
20 den sind. wurde dieser AnisotropieeinfluB in ver- 
starktem MaBe beobachtet Bei derart. auf wirt-. 
schaftliche Art und Weise, hergestellten Kontakten, 
ist es deshaib zur Erzielung eines verringerten Ko- 
ntaktmaterialabbrands beziehungsweise einer Sil- 
25 bereinsparung zweckmaBig. Kontaktplattchen mit 
senkrecht zur Schaltflache crientierter Oxidfaser- 
richtung herzustellen. 

Es wurde schon erwShnt daB infolge des ho- 
hen Metalloxidgehaltes, der im allgemeinen Qber 5 
30 Gew.% liegt, derartige Kontaktplattchen nicht direkt 
auf einen KontaxttrSger, der im allgemeinen aus 
Kupfer oder einer Kufperlegierung besteht, auflSt- 
bar oder aufschwelBbar sind. Um trotzdem eine 
LSt-beziehungsweise SchweiBbefestigung der Ko- 
35 ntaktpiattchen auf ihren Kontakttragem zu ermSgli- 
chen, muB auf der Unterseite der Kontaktplattchen 
eine Schicht erzeugt werden, die weitgehend frei 
von Metalloxid-Anteilen ist. 

Dem Stande der Technik zuzuzShlen sind hier- 
40 bei Verfahren, die die Unterseite der Kontaktplatt- 
chen mit einer lot-und schweiBf§h!gen Schicht ab- 
decken. Da das Aufbringen dieser Schicht jedoch 
weitgehend einem Aufloten beziehungsweise ein- 
em AufschweiBen entspricht, ist es selbstverstand- 
45 Gch mit den glejchen Schwierigkeiten behaftet wie 
das Aufbringen der Kontaktplattchen auf ihre Ko- 
ntakttrager. TatsachBch kann sich diese Schicht 
unter extremen Bedingungen vom Kontaktplattchen 
losen, wodurch der Kontakt selbstverstandUch un- 
so brauchbar wird. 

Die Erfindung hingegen geht einen anderen 
Weg dadurch, daB das Material des Kontaktpiatt- 
chens auf seiner Unterseite in reduzierender At- 
mosphSre mittels eines Oberstreichenden Laser- 
strahls kurzzeitig oberfEchig aufgeschmotzen wird 
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und sich damct eine einstUckig mit dem Kontakt- 
plattchenmaterial verbundene metalloxidfreie 
Schicht, die sowohl das LBten wie auch das 
SchwelBen emntiglicht, ausbildet Diese metalloxid- 
freie Schicht kann sich nicht mehr von dem Ko- 
ntaktplSttchenmatertal IQsen, so daB derart behan- 
dette Kontaktplattchen sicher und auch unter extre- 
men Bedingungen test mit einem Kontakttrager zu 
verbinden sind. 

Um ein einwandfreies Loten beziehungsweise 
SchweiBen zu ermogiichen, wird nach der Erfin- 
dung vorgeschlagen, die Laserleistung so einzu- 
steilen, daB sich eine Aufschmelztiefe zwischen 0,1 
mm und 0,5 mm ergibt Diese Schmeize kommt 
nun in intensiven Kontakt mit der reduzierenden 
Atmosphare - vorteilhafterweise Wasserstoffgas 
Oder ein Wasserstoff/Stickstoff-Gasgemisch - 
wodurch das Metalloxid zu Metall reduziert wird, 
ohne daB sich hierbei der Verbund zu dem Ko- 
ntaktplattchenrnateria! lost 

Als Vorrichtung zur DurchfUhrung des Verfah- 
rens nach der Erfindung wird ein von einem redu- 
zierenden Gas Oder Gasgemisch durchstromter Ar- 
beitsraum vorgeschlagen, in dem eine einen Laser- 
strahl aussendende Enrichtung angeordnet ist, die 
den Laserstrah! rasterforrnig Ober die Unterseite 
der im Arbeitsraum untergebrachten Kontaktplatt- 
chen fuhrt Gleiche Ergebnisse werden selbstver- 
standlich auch dann erzielt, wenn die den Laser- 
strahl aussendende Enrichtung sich auBerhalb des 
Arbertsraumes befindet, aber in ihn Qber ein fUr 
den Laserstrah! durchUfcsiges Fenster hineinwirkt 
Oder Ober Lichtwellenleiter zu den Kontaktplattchen 
geleitet wird. In dem Arbeitsraum kSnnen die Ko- 
ntaktplattchen auf einem Trager angeordnet sein; 
zweckmaBigerweise werden die Kontaktplattchen 
jedoch auf ein, den Arbeitsraum durchwanderndes 
Band, aufgelegt 

Die Lasereinrichtung karm im Impuls-oder im 
Dauerstrichbetrieb betrieben werden. FUr diesen 
Zweck kSnnen grundsStzlich Gas-. Festk5rper-, 
Russigkeits-oder Halbleiterlaser eingesetzt werden. 
Aufgrund des erforderlichen Leistungsbereichs sind 
bei der Bearbeitung groBerer Kontaktplattchen in 
der Regel COz-Laser oder Festkorpertaser (YAG- 
Laser oder Glaslaser) erforderlich. MaBgebend ist 
lediglich, daB die oben beschriebene Auf- 
schmelztiefe erreicht wird, ohne daB sich das rest- 
liche Kontaktplattchenmaterial wesentflch erwarmt 
Wird ein im Impulsbetrieb gefuhrter Laser verwen- 
det so sollen zweckmaBigerweise die punktformi- 
gen Aufschmetzzonen so dicht beielnander liegen, 
daB sich praktisch ein die gesamte Oberflache des 
Kontaktplattchens Qberstreichendes Linienraster er- 
gibt Dabei laBt sich die GrdBe und Tiefe der 
aufgeschmd zenen Bereiche sowohl durch die 
Energiedichte und Dauer der Laserimpulse (bei Im- 
pulsbetrieb) beziehungsweise Geschwindigkeit des 



Laserstrahis (bei Dauerstrichbetrieb) als auch die 
Beschaffenhert der aufzuschmelzenden Oberflache 
beeinflussen. Als besonders gQnstig hat es sich 
hierbei erwiesen, mit defokussiertem Laserstrahl 
5 auf eine aufgerauhte oder kUnstlich geschwSrzte 
Oberflache zu strahlen. 

Auf der Zeichnung sind schematisch zwei Vor- 
rfchtungen zur DurchfUhrung des Verfahrens darge- 
stellt, und zwar zeigen: 
ro Rg. 1 einen Laserstrahl mit Umlenkung und 

Rg. 2 einen aufgeweiteten Laserstrahl. 
in einem geschlossenen Arbeitsraum (1) befin- 
den sich auf einer Unterlage beziehungsweise ein- 
em den Arbeitsraum (1) durchwandemden Band 
rs (2) Kontaktplattchen (3), die mit der Unterseite 
nach oben auf das Band (2) aufgelegt sind. Der 
Arbeitsraum wird, wie durch die Pfeile (4, 5) ange- 
deutet, von einem reduzierenden Gas oder einem 
entsprechenden Gasgemisch durchstromt so daB 
20 der gesamte Arbeitsraum (1) von diesem durch- 
strOmenden Gas beziehungsweise Gasgemisch ge- 
faitt ist Ober ein laserstrahldurchlassiges Fenster 
(6) wird ein Laserstrahl (7) gefUhrt. der Ober eine 
Umlenkeinrichtung (8) - beispielsweise einen Spie- 
25 gel (8) -, wie durch die Pfeile (9, 10) angedeutet 
rasterfSrmig Ober die Kontaktplattchen (3) gefOhrt 
wird. Hierbei wird das Material der Unterseite der 
Kontaktplattchen (3) kurzzeftig aufgeschmolzen und 
in der reduzierenden Atmosphare reduziert 
ao wodurch sich eine ISt-und schweiBfahige, zwischen 
0,1 mm und 0.5 mm liegende Schicht ergibt. 

Rg. 2 zeigt eine Vorrichtung mit aufgeweitetem 
Laserstrahl (17), der in der Darstellung nach Um- 
lenkung durch den Spiegel (8) die gesamte aufzu- 
35 schmelzende OberflSche des Kontaktplattchens 
(3) erreicht Zusatzlich ist auch hier noch eine 
DQse (11) vorgesehen. die gezielt reduzierendes 
Gas (14) auf die aufzuschmelzende Oberflache des 
Kontaktplattchens (3) filhrt 



AnsprQche 

1. Verfahren zum Ausbilden einer !5t-oder - 
45 schweiflfahigen Schicht auf der RQckseite 
(Unterseite) eines Silber/MeO-Kontaktplattchens mit 
Me-Anteilen, vorzugsweise aus Cadmium, Zinn, 
Zink, Kupfer, Wismut, Molybdan, Wolfram oder In- 
dium, bei dem die MeO-Partikel faserfdrmig 
so (spieBig) ausgebildet sind und mit flver Faser- 
LSngsrichtung etwa senkrecht zur Kontaktober- 
flache liegen, 
dadurch gekennzeichnet 

daB das Material in reduzierender Atmosphare (4, 
55 5) mittels eines Laserstrahis (7) kurzzeitig oberfla- 
chig aufgeschmolzen wird. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als reduzierende Atmosphare (4, 5) Wasser- 
stoffgas oder ein Wasserstoff/Stickstoff-Gasgemi- 
sch eingesetzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet 

da/3 die Oberfiache des aufzuschmelzenden Mate- 
rials durch einen Beart>eitungsvorgang wie Schlei- 
fen, BQrsten, Schmirgeln, Sandstrahlen o.a. aufge- 
rauht wird, um die Reflexion der Oberfiache zu 
verringem. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Oberfiache des aufzuschmelzenden Mate- 
rials durch geztette Schwarzung vorbehandelt wird, 
um die Reflexion der Oberfiache zu verringem. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Laserieistung je nach Strahlquerschnrtt, Im- 
pulsdauer beziehungsweise Strahlgeschwindigkeit 
und der Oberflachenbeschaffenheit der zu bearbei- 
tenden Oberfiache so eingestellt wird, daB sich 
eine Aufschmelztiefe zwischen 0,1 mm und 0,5 
mm ergibt 

6. Verfahren nach Anspruch 1 f 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Oberfiache mit defokussiertem beziehungs- 
weise kOnstiich aufgeweitetem Laserstrahl aufges- 
schmolzen wird, wobei die Aufweitung je nach Lei- 
stung des Lasers so groB gew&hlt wird, daB nur ein 
Bruchteil Oder aberauch die gesamte Kontaktplatt- 
chenoberflache gleichzeitig vom Laserstrahl erfaBt 
wird. 

7. Verfahren nach den AnsprOchen 1 bis 6. 
dadurch gekennzeichnet, 

daU der Laserstrahl je nach Strahlquerschnrtt des 
aufgeweiteten Strahls entweder die gesamte Ko 
ntaktoberflache gleichzeitig erfaBt Oder diese ra- 
sterfdrmig Uberstreicht 

8. Vorrichtung zur DurchfUhrung des Verfah- 
rens nach den vorherigen AnsprUchen, 
gekennzeichnet, 

durch einen von einem reduzierenden Gas oder 
Gasgemisch (4, 5) durchstromtsn Arbeitsraum (1) 
und einer im Arbeitsraum (1) angeordneten Oder in 
den Arbeitsraum (1) hineinwirkenden, einen Laser- 
strahl (7) aussendenden Einrichtung, die den Laser- 
strahl (7) Gber einen Umlenkspiegel (8) auf die 
Oberfiache der auf der Unterseite des Arbeitsrau- 
mes (1) angeordneten KontaktplSttchen (3) fQhrt 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kontaktplattchen (3) auf einem den Arbeits- 
raum (1) durchwandemden Band (2) angeordnet 
sind. 



10. Vorrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl der Laser (7) ein Impulslaser oder ein Dauer- 
strichlaser ist 
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